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Entwicklung einer Plattform fur funktionale Glasgehause fur die Integration
mikrooptischer und -mechanischer Systeme auf Waferebene
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lll. Aufbaukonzept fir eine miniaturisierte Laserquelle auf

Siliziumsubstrat-Basis

e Eine Glas-Silizium-Plattform ermoglicht eine hermetische Hausung
von Laserdioden in definierter Atmosphare

e Eine 3D-geformte Glaskappe mit sehr dinnem Austrittsfenster
ermoglicht eine laterale Strahlauskopplung

e Die laterale Strahlfihrung ermadglicht eine Strahlkombination mit
kommerziellen Optiken und aktiver Justage

|. Motivation & Zielsetzung

e In Technischen Systemen spielt die Optik eine grolRe Rolle:
- Objekterkennung z.B. beim autonomen Fahren
- Projektion -> moduliertes Licht und AR/VR Anwendungen

e Preiswerte, robuste und hermetische Hausungstechniken werden
bendtigt

e Ziel: Erweiterung des hermetischen Packaging auf Wafereben mit
optischer Funktionalitat

Il. Mikrospiegel Glashausungskonzept mit elektrischen
Durchfihrungen

e SMD-fahiger Aufbau: Elektrische Kontaktierung durch
Siliziumdurchfuhrungen

® Létverbindung MEMS zum Substrat: geringe Stressu bertragu Ng Abb. 7: Konstruktion eines miniaturisierten Lasermoduls mit freier Strahlfihrung und Power-
juf das Bauteil Monitoring. Die Glaskappe mit sehr diinnem Austrittsfenster erlaubt eine laterale Strahlauskopplung.

Die Grolde betragt 6.8mm x 7mm x 2.9mm (IP US 10,283,930 B2).
e kompletter Schutz des MEMS und der elektrischen Kontakte
durch ein Gehause

e Definierte Atmosphare und Getter

e Reflexvermeidung in der Projektion durch Glasdom-Gehause

e Grolde Auslenkung der Spiegel bei niedrigen
Antriebsspannungen maoglich

Glasdome

Mikrospiegel-Chip

Kontaktpad zum o 3 . . =
Drahthonden Abb. 8: Ausschnitt der Glasgehause aus einem 8"-  Abb. 11: Prifung der elektrischen Funktionalitat der

wafer. Die Fensterdicke betrdgt 160pum bei 725um  Substrate mit bestickten Lasern ( ohne Glaskappe)
Innenhdhe.

siliziumdurchfldhrung

seter Kontaktpad zum substratwafer mit
SMD-Loten siliziumdurchfuhrung

Abb. 1: Gehausungskonzept eines lasergeldteten Mikrospiegelkonzepts in einem hermetischen
Glasdom-Gehauses

Abb. 12: Komplett bestlicktes Substrat mit
Glasdeckel (Draufsicht, oben)

i

Abb. 2: Bestliickung und Lotung der
Mikrospiegel

) Abb. 13: Komplett bestiicktes Substrat mit
Abb. 10: Bestlckung der Substratwafer Glasdeckel (Seitenansicht)
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IV. Ausblick
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e Die Leistungsfahigkeit des Glastechnologie-Baukastens konnte

C\l/ok;- S:bKomplett bestiickter 8"-Wafer. Verkappung auf anhand zweier Demonstratoren bestatigt werden
arerepene.

e Die automatische Bestuckung
und das Laserloten muss noch
weiter entwickelt werden

e Der Fokus liegt aktuell auf der
Entwicklung einer
Niedertemperatur Bondtechnologie
mit Metallpasten oder

Mehrlagenmetalle Abb. 14: Querschliff einer
Niedertemperaturverbindung

Abb. 3: Elektrische Kontaktierung
durch Drahtbonds.
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Abb. 4: Hermetische Verkappung mit
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